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Abstract (en)
[origin: US6866818B2] A method for the manufacture of tools and components for the offshore field and the mining industry, in particular, for drilling
installations, using a spray formed Cu-Ni-Mn alloy of 10 to 25% Ni, 10 to 25% Mn, the remainder being copper and common impurities. Due to the
favorable characteristics of the combination, the alloy is suitable as a replacement material for Be-containing copper materials.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft die Verwendung einer sprihkompaktierten Cu-Ni-Mn-Legierung, bestehend aus 10 bis 25 % Ni, 10 bis 25 % Mn, Rest Kupfer
und Ublichen Verunreinigungen, als Werkstoff zur Herstellung von Werkzeugen und Komponenten fiir den Offshore-Bereich und den Bergbau,
insbes. fur Bohranlagen. Dank der glinstigen Eigenschaftskombination bietet sich vorzugsweise die Verwendung als Ersatzwerkstoff fir Be-haltige
Kupferwerkstoffe an.
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